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©DISPOSITIF DISSIPATEUR DE CHALEUR POUR REFROIDIR LES COMPOSANTS ELECTRON I QUES TELS 
w QUE LES MICROPROCESSEURS. 

(57) L'invention concerne un disposltlf permettant de mleux 
rsTroidir les composants electroniques et en particulier les 
microprocesseurs. 

II est constitue d'une coupe a longueur d'un profile (fig. 
1a) presentant une semelle (1) d'epaisseur croissante et 
des ailettes (2) de hauteur croissante ou sont menagees 
des encoches (3) dont la profondeur n'atteintpas le plan du 
fond d'ailettes (4). Le dispositif est preferentiellement des- 
tine a etre ventile par un flux d'air selon les directions (5). 

Le dispositif selon l'invention est particulierement destine 
au refroidissement des composants electroniques par 
convection forcee a ventilateur deporte. 
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La presente invention concerne un dispositif dissipateur de 
chaleur destine d refroidir des composants electroniques teis que 
, les microprocesseurs, par exemple. 

Les composants de ce type connaissent un accroissement 
5 considerable de leurs performances grace a I'accroissement du 
nombre de leurs composants eiementaires et de la frequence 
d'horloge. Dans le meme temps, I'importance de leurs pertes 
thermiques augmente et leur temperature timite de fonctionnement 
reste inchangee, tributaire du materiau constitutif qui est du 
10 silicium. 

Le refroidissement a longtemps ete effectue par un dissipateur 
de chaleur utilisant la convection naturelle. L'augmentation des 
pertes thermiques necessite aujourd'hui le recours a la convection 
forcee, avec un ventilateur. Deux families de solutions sont 
1 5 proposees pour repondre au probleme pose: 

- La premiere integre Pensemble "dissipateur + ventilateur" et 
presente de tres bonnes caracteristiques thermiques mais pose des 
problemes de masse (en cas de choc), de maintenance (montage, 
demontage plus long) et un tres mauvais fonctionnement en 

20 convection naturelle (microprocesseur en veille). 

- La deuxieme utilise un ventilateur solidaire du chassis avec 
parfois un "guide d'air", orientant le flux d'air vers le dissipateur 
de chaleur. La densite des ailettes (ou epingles) et leur disposition 
occasionnent des pertes de charges importantes peu compatibles 

25 avec les caracteristiques aeroliques du ventilateur et une partie non 
negligeable du dissipateur ne participe pas aux echanges. 

Le dispositif selon invention permet de remedier a ces 
inconveniehts pour la famille de produits utilisant un ventilateur 
solidaire. du chassis et un guide d'air. II se compose d'une longueur 

30 adequate d'un profile d'aluminium dont les ailettes ont une hauteur 
croissante selon le sens du flux d'air et se presente comme un 
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"gradin" dont chaque Stage recoit une partie du flux d'air frais. 
L'entree d'air s'effectue par les sections libres "inter-ailettes" au 
sommet de celles-ci et par des encoches menagees perpendiculai- 
rement aux ailettes. Ces encoches n'atteignent pas le fond des 

5 ailettes de facon a constituer des "murets" successifs sur le trajet 
de I'air et ainsi favoriser un regime turbulent au voisinage de la 
semelle du dissipateur. 

Selon un mode particulier de realisation: 
, - La semelle du dissipateur presente une epaisseur croissante selon 

10 le trajet de I'air. 

- Les ailettes ont une hauteur croissante selon le trajet de I'air. 

- Les encoches finissent legerement au dessus du plan du fond 
d'ailettes. 

Les dessins annexes illustrent le dispositif: 
15 - La figure 1 a represente la section du profile d'aluminium. 

- La figure 1 b represente la vue de cote du dispositif. 

En reference a ces dessins, le dispositif est constitue d'une 
longueur determinee du profile de section correspondante a la figure 
la, comportant d'une part une semelle (1) de forme trapezoidale et 

20 d'autre part des ailettes (2) de hauteur croissante (les ailettes 
peuvent etre striees). La vue de cote (fig 1 b) montre des encoches 
(3) dont la profondeur n'atteint pas le plan du fond d'ailettes (4). Le 
dispositif est destine preferentiellement a etre ventile par un flux 
d'air selon les directions indiquees en (5) de la figure 1 a. 

25 Le dispositif aura des dimensions exterieures adaptees ai^x, 
composants a refroidir ainsi qu'aux imperatifs d'encombrement. Le 
nombre d'ailettes (2) sera le maximum realisable en technique de 
filage. Les dimensions et le nombre d'encoches (3) dependront du 
type d'usinage (tronconnage, fraisage, grignotage ...). 
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REVINDICATIONS 

1) Disposltif dissipateur de chaleur pour le refroidissement 
des composants electroniques caracterise en ce qu'il est obtehu par 
tronconnage d'un profile (fig. la) dont la hauteur des ailettes (2) est 
croissante. 

2) Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que la 
semelle (1) est d'epaisseur croissante. 

3) Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce 
que des encoches (3) sont menagees dans les ailettes (2). 

4) Dispositif selon la revendication 1 ,2 ou 3 caracterise en ce 
que les encoches (3) n'atteignent pas le plan du fond d'ailettes (4). 

5) Dispositif selon I'une quelconque des revendications 
precedentes caracterise en ce que les ailettes (2) presentent des 
stries. 
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FIG. la FIG. 1b 
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TITLE: Forced convection heat sink device for microprocessor 

component - has base plate of increasing thickness 
supporting slotted transverse vertical cooling fins of 
increasing height in direction of air flow 



KWIC 

Basic Abstract Text - ABTX (1) : 

The device includes a base plate (1) forming a trapezoid that supports fins 
(2) which are ridged and are slotted vertically (3) to a point just above a 
plane (4) of the base plate. The air flows in (5) at an angle and the slightly 
raised base of the slots encourage turbulent flow around the base plate. 

Basic Abstract Text - ABTX (3): 

ADVANTAGE - Improved air flow around fins with fan compatibility. 

Title - TIX (1) : 

Forced convection heat sink device for microprocessor component - has base 
plate of increasing thickness supporting slotted transverse vertical cooling 
fins of increasing height in direction of air flow 

Standard Title Terms - TTX (1): 

FORCE CONVECTION HEAT SINK DEVICE MICROPROCESSOR COMPONENT BASE PLATE 
INCREASE THICK SUPPORT SLOT TRANSVERSE VERTICAL COOLING FIN INCREASE HEIGHT 
DIRECTION AIR FLOW 
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